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COMSIT
ANALYSE LABOR

Das Analysieren & Testen unterschiedlicher Komponenten basiert auf der

tiefgreifenden Erfahrung unserer Ingenieure. Dies ermoglicht es uns und
unseren Kunden sowie Partnern, die Qualitdt zu erhalten, die auf dem Markt
gefordert wird. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, dass wir bei all
unseren Serviceleistungen sowohl vertikal als auch horizontal maximale
Effizienz zeigen.

Das Ergebnis entspricht einem hohen internationalen Qualitétsstandard (IATF
16949 kompatibel), der unseren Kunden und Parthern Sicherheit,
Zuverldssigkeit und unerldssliche Transparenz bietet. Bei weiteren Fragen
nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit unserem Analyse Labor oder unserem

Vertriebsteam auf.




MEHRSTUFIGER
ANALYSEPROZESS

UNSERE SERVICELEISTUNGEN

In unserem hauseigenen Labor arbeiten Spezialisten mit
hochprdzisen und modernen Laborinstrumenten daran, lhre
Komponenten auf ihre Markttauglichkeit hin zu Uberprufen.
Wir arbeiten gewissenhaft nach hochsten, internationalen
Qualitatsstandards und sind vielfach zertifiziert. Unser
umfassender Analyseprozess besteht aus mehreren

Schritten, die wir Innen im Folgenden vorstellen.




v Optionale Nutzung unseres Equipments fur Kunden

KUNDENSERVICE

IHRE VORTEILE

v Schutz vor minderwertiger Ware und Fakes
v Optimale und absolut transparente Analyseergebnisse
v Mehrseitiger und absolut nachvollziehbarer Analysereport

v Ubersicht unserer Analyseverfahren
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S2
PRUFUNG DER
AUSSENVERPACKUNG

Die Prufung der Aulienverpackung ist ein grundlegender Prozess der
Qualitadtsanalyse. Dabei wird der Zustand der Verpackung und des Etiketts
analysiert und ausgewertet, unter anderem bezuglich des ESD-Hinweises
(Electrostatic Discharge), des MSL-Hinweises (Moisture Sensitivity Level), des

Originaletiketts usw.

Die Verpackungsrichtlinien mussen den Normen der JEDEC entsprechen. Das
Testprotokoll beinhaltet RUckschlUsse, die auf die Echtheit, den Umgang und den
Ursprung der Ware hinweisen. Wichtige Indikatoren im Zusammenhang mit

weiterfUhrenden Tests werden hierbei gewonnen.
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VISUELLE
TEILEINSPEKTION

Die visuelle Teileinspektion ist ein grundlegendes Verfahren im
Qualitatssicherungsprozess, das die Zuverldssigkeit elektronischer Bauteile
gewdhrleistet. Bei dieser detaillierten Prifung werden verschiedene Parameter wie
Mechanik, Bauteilgruppe, Oberfldchenbeschaffenheit, Seriennummern, duldere

Beschddigungen usw. gemessen und erfasst.

Das Hauptziel ist es, die Beschaffenheit der Komponenten ndher und deren
Qualitatspektrum zu bestimmen. Zur exakten Bewertung und Analyse werden
hochprdzise Instrumente verwendet, die dem neuesten technischen Standard

entsprechen
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ETIKETT-PRUFUNG

Die Komponentenverpackungen sind mit einem Etikett versehen, das entweder auf der Auldenverpackung oder auf der
Innenverpackung, z.B. einer Rolle oder einem Tray, angebracht ist. Es ist wichtig, dass das Etikett sorgfdaltig auf seine
Echtheit Gberpruaft wird.

Dabei ist zu beachten, dass jeder Hersteller sein eigenes Etikettenformat hat. Allgemeine Informationen wie
Teilenummer, Menge, Chargencode, Produktionszeitraum, Herstellername, Herstellerlogo, Feuchtigkeitsempfindlichkeit,
Herkunftsland, Strichcode, 2D/3D-Punktmatrixcode und Lead-Free-Information kénnen dem Etikett entnommen werden.
Die aus einer sorgfdltigen Prifung gewonnenen Informationen geben wichtige Hinweise darauf, ob Bauteile echt oder
als Falschung zu definieren sind bzw. ob die Qualitdt und Beschaffenheit den tatsdchlichen Anforderungen, auf Basis
intensiver und von uns durchgefuhrter Tests, entspricht.

Die ausgelesenen und richtig interpretierten Daten spielen eine wichtige Rolle, wenn es um die Ruckverfolgbarkeit von
Waren und deren illegale Vermarktung geht. Hier agieren wir weltweit unterstitzend mit unseren Partnern, um z.B. zu

verhindern, dass Hochleistungskomponenten in sanktionierte Regionen exportiert werden:




&

[

ANALYSE DER MECHANISCHEN
GEHAUSEABMESSUNGEN

Die Analyse der mechanischen Abmessungen des Gehduses ist Teil der
Komponentenprufung. Die Ldnge, Breite und Dicke des Gehduses, die Anzahl der
AnschlUsse, die Breite der Anschlisse und die Dicke der AnschlUsse sind einige der

Parameter, die gepruft werden mussen, um weitere Tests durchzufuhren.

Das Datenblatt des Herstellers und die Gehdusesperzifikation (JEDEC-Standards
std-030) sind eine zusatzliche Hilfe fur eine detaillierte Beurteilung des Gehduses,

der Beschaffenheit der Anschllsse und spdater auch der Lotbarkeit.
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ANALYSE SHADOW
EFFEKT MODUS

Der Shadow-Effekt-Modus ist ein Merkmal von optischen Hochleistungsmikroskopen, die dem neuesten Stand der Technik
entsprechen und mit hochauflésenden Objektiven und Hochleistungsbeleuchtungen zur Beobachtung und Analyse von

Bauteiloberfldchen ausgestattet sind.

Die hohe Auflosung ermoglicht die Beobachtung feiner Konturen und unebener Oberfldchen oder von Dehnungen, Defekten
im Submikrometerbereich und Hohenprofilen. Dies selbst bei geringsten Vergrélierungen, die mit optischen Instrumenten

kaum ZU analysieren waren.

Durch die Kombination eines 4K-CMOS-Bildsensors mit einer neuartigen Beleuchtungstechnologie wurde der Optical
Shadow Effect Mode entwickelt. Er eignet sich hervorragend zur Erkennung gefdlschter Komponenten, da er mehr Details
erfassen kann als herkbmmliche Instrumente. Gefdlschte oder qualitativ minderwertige Produkte zu erkennen und vom
Markt zu nehmen, um Schaden von unseren Kunden und Partnern abzuwenden, ist eines unserer Hauptziele bei diesem

forensischen Test.




>

SOLVENT | REMARKING TEST

Beim Remarking entfernen Fdlscher die Originalmarkierungen von der Komponente und versehen sie erneut mit
gefdlschten Informationen. Dazu werden Schleifmethoden eingesetzt, die Schleifspuren hinterlassen, um die

Originalkennzeichnung wie Teilenummer, Datumscode, Ursprungsland usw. zu entfernen.

Beim Re-Surfacing wird die Originaloberflache durch Glatten, Formen oder Reinigen einer harten Oberflache verdndert,
indem die Fdlscher feste Partikel mit hoher Geschwindigkeit Uber die Oberflache spritzen. Wdahrend des
Fdlschungsprozesses werden Bauteile nachbearbeitet oder mit falschen Kennzeichnungen versehen, um minderwertige
Produkte als hochwertig auszugeben. Diese Methode ist noch risikoreicher als das Inverkehrbringen von "Fakes’, da viele
Kunden bei normaler Beanspruchung der Bauteile keine Unregelmaldigkeiten feststellen, in Extremsituationen aber massive
Schdden auftreten kénnen. Mit den von uns durchgefuhrten optischen Prufungen, die die Oberfl&ichenbeschaffenheit
erfassen, kébnnen bereits wichtige Daten gewonnen werden, die auf minderwertige Bauteile oder "'Fakes” hinweisen. Absolute
Klarheit daruber, ob ein Bauteil manipuliert wurde, bringt jedoch nur eine chemische Untersuchung. Wir fuhren alle

Prafungen zur Erkennung von Verunreinigungen und Oberfldchenverdnderungen nach den internationalen SAE-Normen

durch.
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LOTBARKEITSPRUFUNG

Um die Qualitdt und Zuverldssigkeit von Lotverbindungen an Leiterplatten und Bauteilen zu gewdhrleisten, ist die
Lotbarkeitsprufung von entscheidender Bedeutung. Zwei hdufig verwendete Methoden zur Bewertung der Lotbarkeit sind
der "'Dip and Look"-Test und der "Wetting Balance™-Test. Diese Tests spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung

der Wirksamkeit von Lotverbindungen und des gesamten Lotprozesses.

Bei der 'Dip and Look™-Methode werden Bauteile oder Leiterplatten kurz in geschmolzenes Lot getaucht und

anschlielRend visuell auf die Qualitét der entstandenen Lotstellen untersucht.

Der "Wetting Balance™-Test hingegen verwendet prdzise Messungen, um die Benetzungseigenschaften des Létzinns zu
beurteilen, und liefert so wertvolle Informationen Uber die Lotbarkeit elektronischer Bauteile. Zusammengenommen
tragen beide Tests zu einer umfassenden Bewertung von Lotprozessen bei und stellen die Zuverldssigkeit und
Funktionalitdt elektronischer Baugruppen in verschiedenen Anwendungen sicher. Fur die Durchfuhrung der
Benetzungsgleichgewichtsprifung werden Gerdte eingesetzt, die technisch dem neuesten Stand der Entwicklung auf

der Basis von IEC, IPC-J-STD-002 , MIL-STD-883 Method 2003 - gultiger Prufrichtlinien entsprechen.



https://s3vi.ndc.nasa.gov/ssri-kb/static/resources/std883.pdf
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RONTGENFLUORESZENZANALYSE (RFA)

Die Réntgenfluoreszenzanalyse (RFA) oder Roéntgenfluoreszenzspektroskopie (RFS) (englisch XRF spectroscopy) ist eine
Methode, die ihren Ursprung in der Materialanalyse hat und auf der Rontgenfluoreszenz beruht. Im Kern geht es bei der RFA
um die Wechselwirkung zwischen Roéntgenstrahlung und der elementaren Zusammensetzung der untersuchten
Komponenten. Sie liefert wertvolle Informationen Uber die Beschaffenheit eines breiten Spektrums von Elementen in den
untersuchten Materialien.

Die RFA, auch XRA genannt, die bei der Untersuchung keine Schdden verursacht, ist zu einem unverzichtbaren Werkzeug fur
Forscher, Wissenschaftler und Industrieexperten geworden, die die Zusammensetzung von Stoffen prdazise erfassen, bewerten
und quantifizieren mussen. In unserem Labor verwenden wir Gerdte, die dem neuesten Stand der Entwicklung entsprechen,
um optimale Ergebnisse unter Einhaltung der allgemein gultigen Prufrichtlinien zu erzielen. Die Analyse der mechanischen
Abmessungen des Gehduses ist Teil der Komponentenprufung. Die Ldnge, Breite und Dicke des Gehduses, die Anzahl der
AnschlUsse, die Breite der Anschlisse und die Dicke der AnschlUsse sind einige der Parameter, die gepruft werden mussen,
um weitere Tests durchzufUhren. Das Datenblatt des Herstellers und die Gehdusespezifikation (JEDEC-Standards std-030)

sind eine zusatzliche Hilfe fur eine detaillierte Beurteilung des Gehduses, der Beschaffenheit der Anschlisse und spdter auch

der Lotbarkeit.




ENERGIEDISPERSIVE RONTGENANALYSE (EDX)

Die energiedispersive Rontgenanalyse (EDX) ist eine hervorragende und zerstérungsfreie Charakterisierungstechnik zur Analyse
der inneren Struktur eines Bauteils. Der Leadframe, das topographische Bild, die Bonddrdhte, die Position des Chips innerhalb

des Bauteils sowie die inneren Leiterbahnen einer Leiterplatte konnen effizient und prdzise erfasst und analysiert werden.

Diese Methodik hilft bei der Lokalisierung von Elementen, die sich an einer bestimmten Stelle des Bauteils befinden. Dartber
hinaus ist es moglich, die Anhaftung von Kristallen sichtbar zu machen, ohne diese zu beschddigen, oder die Qualitat von
Lotstellen in Leiterplatten zu Uberprafen. Unser Rontgenprufgerdt entspricht dem neuesten Stand der Technik und wurde fur die
Analyse von elektronischen Bauteilen wie Dioden, ICs und Leiterplatten in Laborumgebung entwickelt. Einer der groldten Vorteile

unserer Anlage ist die Moglichkeit, mehrere Bauteile gleichzeitig mit sehr hoher Auflésung zu erfassen und zu bewerten.

Bei Bauteilen zweifelhafter Herkunft kann eine Rontgeninspektion zeigen, ob sich Uberhaupt ein Chip im Bauteil befindet, ob der

Hersteller die vorgeschriebene Bondsequenz eingehalten hat und ob Bonddrahtverbindungen fehlerhaft sind. Alle Messungen

werden nach den allgemein gultigen Prufrichtlinien durchgefuhrt.
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FEUCHTIGKEITSMESSUNG

Feuchtigkeit kann die Funktionsfdhigkeit elektronischer Bauteile beeintrdchtigen. Ein sehr hoher Feuchtegehalt in der Masse
eines Bauteils ist ein entscheidender Faktor fir Besch&digungen wdhrend des Herstellungsprozesses (sogenannter

Popcorn-Effekt).

Das Grundkonzept der Trocknung oder Feuchtemessung von elektronischen Bauteilen besteht darin, die
Feuchteempfindlichkeit zu kontrollieren und zu erfassen sowie Qualitatssicherungs- und Zuverldssigkeitstests fur Bauteile zu
entwickeln. Bei der Prufung der Feuchtigkeit wird ein Trockenschrank verwendet, um die relative Luftfeuchtigkeit fr Bauteile mit
hohem MSL-Niveau zu kontrollieren. Der Trocknungsprozess fur elektronische Komponenten wird gemdfd J-STD-033

durchgefuhrt, gefolgt von einer Datenanalyse.

Der Trocknungsprozess bzw. die Feuchtigkeitsprifung dient dazu, dem Bauteil die Feuchtigkeit zu entziehen und sicherzustellen,
dass es ohne Beschdadigung wdhrend des Lotprozesses weiterverwendet werden kann. Fur die Durchfuhrung des Tests wird ein

Trockenofen mit einer ausgezeichneten Feuchtigkeitskontrolle von 0,2 % bei 60 °C verwendet.




GETIN TOUCH
WITH US

@ Website : com-sit.com

Email : distribution@com-sit.com

R, Phone: +49 8167958250
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